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Sposéb wytwarzania laminowanych folii metalicznych dla
urzadzen elektro- i radiotechnicznych, oraz elektronicznych
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Przedmiotem wynalazku jest sposéb wytwarza-
nia laminowanych folii metalicznych dla urzgdzen
elektro- i radiotechnicznych oraz elektronicznych
przeznaczonych np. dla wyrobu elektronicznych
i elektrotechnicznych obwodéw drukowanych
wzglednie innych konstrukcji elektrotechnicznych
powleczonych powlokg izolacyjng jak oktadzin
kondensatoré6w, oporéw drukowanych itp.

Do wyktadzin laminowanych folii dla elektro-
nicznych 1i elektrotechnicznych obwodoéw druko-
wanych stosuje sie obecnie technike polegajaca
na laminowaniu folii metalicznej, najczesciej mie-
dzianej, warstwa laminatu z Zywicy polimerowej.
Jako zywice stosowane sg najczeSciej zywice ter-
moutwardzalne fenolowe, epoksydowe, nowolako-
we-epoksydowe itp.

Proces wytwarzania laminowanej folii miedzia-
nej przebiega w kilku etapach i jest do$é czaso-
chionny i Kklopotliwy. Faza pierwsza produkeji
polega na wytworzeniu laminatu z zywicy synte-
tycznej wzmocnionej no$nikiem np. widéknem
szklanym. Faza druga to powlekanie powierzchni
folii metalicznej odpowiednim klejem utwardzal-
nym na gorgco. Faza trzecia koricowa to lgczenie
laminatu zywicznego z pokryta klejem folig przez
prasowanie na gorgco.

Stwierdzono, ze cienkie laminowane folie nada-
jace sie do produkcji obwodéw drukowanych
wzglednie innych elementéw izolacyjnych jak np.
okladzin kondensatorowych itp., ktérych wtasno$-
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ci dielektryczne, mechaniczne i termiczne nie uste-
puja wilasnoSciom laminatéw szklanych opartych
na zywicach termoutwardzalnych otrzymuje sie
przez naniesienie bezpoSrednio na folie miedziang
roztworu termoodpornej zywicy polimerowej.

Jako zywice nalezy stosowaé odpowiednie ga-
tunki termoodpornych polimeréw typu poli-
arylanéw lub poliimidéw w postaci roztworu w
rozpuszczalniku organicznym. Zywice takie wyka-
zujag odpowiednig przyczepno$é do folii metaiicz-
nej i tworzg na niej gladka powloke, niedzialaja
chemicznie na folie, wykazujg odpornos¢ termicz-
ng przynajmniej do 250°C i odpowiednie wlas-
no$ci dielektryczne w szerokim zakresie tempera-
tur, sg odporne na stopione lutowie w tempera-
turze 260°C w przeciggu co najmniej 10 sek., jak
réwniez odporne na dziatanie 30% roztworu chlor-
ku zelazowego.

Jak wykazano najlepiej do tego celu nadaja sie
zywice poliarylanowe w tym poliarylany zawiera-
jace skondensowane uklady naftalenowe i poliimi-
dy bezwodnika piromelitowego.

Przy wytwarzaniu laminowanych folii sposobem
wedilug wynalazku roztwér zywicy nanosi sie na
folie metaliczng—miedziang ewentualnie aluminio-
wa recznie pedzlem, natryskiem lub metoda elek-
troforetyczng. Grubo$¢ powloki zaleznie od prze-
znaczenia wynosi od 15—150 p co reguluje sie
iloScig nanoszonych warstw zywicy.

Zastosowanie metody wedlug wynalazku pozwa-
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la uzyskaé laminowane folie o wysokiej odpornos-
ci termicznej i mechanicznej i korzystnych wtas-
noéciach dielektrycznych. Laminaty otrzymane tym
sposobem sg w odroznieniu od klasycznych metod
laminowania folii elastyczne i moga byé stosowane
w postaci plaskiej jak tez zwijanych rulonéw, co
znacznie utatwia miniaturyzacje urzadzen -elek-
trycznych.

Sposéb wytwarzania folii laminowanych wediug
wynalazku ma najwieksze znaczenie przy produk-
cji foliowanych laminatéw elektrotechnicznych o
matej grubosci — ponizej 0,5 mm. Sposéb lami-
nowania folii metalicznych wedilug wynalazku jest
przy tym znacznie prostszy i latwiejszy jak kla-
syczna metoda, laminowania folii.

Przyktltad. 100 kg kopolimeru tereftalanu dia-
nu i 4,4-dwuhydroksydwunaftylu 1,1’ — o stosun-
ku dianu i dwuhydroksydwunaftylu 1:1, o liczbie
. kwasowej rownej 8 mg KOH/1 g, liczbie hydro-
ksylowej réwnej 15 mg KOF/1 g oraz ciezarze
czgsteczkowym rzedu 5000, rozpuszczono w 900 kg
czterochloroetanu. Proces rozpuszczania prowadzo-
no w temperaturze pokojowej w mieszalniku z
mieszadlem ramowym lub turbinowym. Tak przy-
gotowany roztwor przesgczono dwukrotnie na: cie-
plo przez prase filtracyjng ramowg z podwédjnymi
przekladkami z pitdétna filtracyjnego i bibuly fil-
tracyjnej pod ci$nieniem 4—5 atm.

Roztwoér naniesiono dwukrotnie na folie miedzia-
ng natryskowo, podsuszono w temperaturze poko-
jowej w ciggu 4 godzin, a nastepnie w suszarce
w temperaturze 140°C w ciggu 6 godzin. Grubo$é
powloki polimeru wynosila ok. 80 .
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Wtiasno$ci powloki na folii miedzianej sg na-
stepujgce: chlonno$é wody w temperaturze 25° —

0,1%, odporno$é powierzchniowa wilasciwa — 2,1X
X101 om, odporno$é skro$na wiasciwa — I1,8X
X10¥ om X ¢m, napiecie przebicia — 55,7—

90,0 KV/mm, wspoélezynnik stratnosci dielektrycz-
nej tgd .

20°C 50 Hz — 0,0023
20°C 800 Hz — 0,0016
180°C 800 Hz — 0,0040
20°C 300 KHz — 0,0024
180°C 300 KHz — 0,0052

wytrzymalo$¢é na oderwanie
kos$ci 256 mm — 2,7 KG.

paska folii o szero-

Zastrzezenia patentowe

1. Sposob wytwarzania laminowanych folii me-
aluminiowych 1 innych
dla urzgdzen elektro- i radiotechnicznych oraz
elektronicznych odpornych na wysokie tempera-
tury, zmamienny tym, ze folie metaliczng pokry-
wa sie warstwg termoodpornego polimeru typu
poliestrowego lub poliimidowego naniesicnego w
postaci roztworu a otrzymang powloke suszy sic
w temperaturze 100—300°C.

2. Sposéb wedtug zastrz. 1, znamienny tym, Ze
jako poliestry stosuje sie poliarylany oparte o
kwas tereftalowy lub izoftalowy, a jako poliimi-
dy — produkty reakcji — bezwodnika piromelito-
wego z dwuaminami.

PZG w Pab., zam. 380-71, nakl. 260 egz.
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